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  業績予想の修正に関するお知らせ 
 

 最近の業績の動向を踏まえ、平成 20 年５月 13 日に公表しました業績予想を下記のとおり修正いたしましたので

お知らせいたします。  

記 

 

１．平成 21 年３月期第２四半期連結累計期間連結業績予想の修正（平成 20 年４月１日～平成 20 年９月 30 日） 

 売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 
１株当たり 

四半期純利益

 百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

前回発表予想(Ａ) 3,400 220 250 140 24.78

今回修正予想(Ｂ) 3,220 △75 15 △260 △46.02

増減額(Ｂ－Ａ) △180 △295 △235 △400  ― 

増減率 △5.3% ― △94.0% ― ― 

(ご参考)前期第２四半期実績 

(平成 20 年３月期第２四半期) 
3,490 500 562 353 62.53

 

２．平成 21 年３月期第２四半期累計期間個別業績予想の修正（平成 20 年４月１日～平成 20 年９月 30 日） 

 売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 
１株当たり 

四半期純利益

 百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

前回発表予想(Ａ)  3,300 200 230 130 23.01

今回修正予想(Ｂ) 3,140 △85 20 △210 △37.17

増減額(Ｂ－Ａ) △160 △285 △210 △340 ― 

増減率 △4.8% ― △91.3% ― ― 

(ご参考)前期第２四半期実績 

(平成 20 年３月期第２四半期) 
3,328 394 463 277 49.19

 

3．修正理由 

売上高につきましては、７月に譲り受けたハンドラ事業の一部上乗せがありましたが、半導体市況の悪化による半

導体メーカーの設備投資抑制を背景に、当社の主要市場である中国、台湾などアジア地域および米国において厳

しい受注環境が続いていることから、計画を下回る見込みです。 

損益面につきましては、原材料・外注費高騰による採算性の悪化およびハンドラ事業譲受に伴う諸費用の増加に

加え、平成 20 年 10 月 3 日に公表しました投資有価証券評価損の計上により、上記のとおり修正いたします。 

なお、平成 21 年 3 月期通期の業績予想につきましては現在見直し中であり、確定次第速やかにお知らせいたし

ます。 

 

（注）上記業績予想につきましては、現時点において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、

今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。 

                                        以 上 


